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Abstract (en)
The structure has a stack of layers (20, 24-27) intercalated between layers (28-33) comprising a conductor pattern with polarization rotation function.
The layers (20, 24-27) are made of a core material such as polyurethane or polymethacrylimide foam, and the layers (28-33) are made of a skin
material such as epoxy glass or copper. The layers (20, 24-27) have recesses (21) crossing both sides of the layers (20, 24-27), where the recesses
of two attached layers are connected two-by-two through holes (35) in the layers (28-33).

Abstract (fr)
La présente invention concerne une structure composite à plusieurs couches empilées soumise à un rayonnement électromagnétique. Elle
comporte un empilement de plaques d'un matériau d'âme (20,24,25,26,27), les plaques de matériau d'âme étant intercalées entre des plaques
d'un matériau de peau (28,29,30,31,32,33) comportant un motif conducteur, chaque plaque de matériau d'âme comportant des évidements (21) la
traversant de part en part, les évidements de deux plaques mitoyennes de matériau d'âme étant reliés deux à deux par un trou (35) dans la plaque
de matériau de peau les séparant. Application : détection et télécommunications
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